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DNP Company Overview

Information and Communication

Consumer Printing Industrial Printing

Multi media Business form

Package Printing (Food, Drink, medication)

Living decorative  material

Industrial material (Opt Film、Li battery、Ink ribbon)

Life industrial

Semiconductor (Photomask, Lead Frame, PCB)

Displays (Color Filter PDP、large mask)

MEMS Foundry Service

Electronics

Soft Drink 
Bottle Printing

2009 Sales Total
Sales:1,583B Yen
Operating Profit: 66.5BYen
Recurring Profit: 68.8B Yen

46.3%
33.6%

16.1%
3.9%

Sales Ratio of each division



本社

東京都新宿区市ヶ谷

千葉県柏市 柏の葉キャンパス駅

DNP 研究開発センター内

営業

ファブ

・ 2001年 8月 研究所内でMEMS試作サービス開始

・ 2006年 8月 MEMS専用クリーンルーム完成

・ 2007年 4月 MEMS本部発足（量産技術開発加速）

・ 2007年 夏 量産開発ライン完成 (1次)

・ 2009年 ４月 ＭＥＭＳセンター発足（事業化検証）

■ MEMS専用量産開発ラインの概要

- 6インチ、8インチウェーハ対応設備

- クリーン度：クラス10、1000、10000の分割空調

- フォトリソ工程等ではSMIF対応設備を導入

高品質な試作・量産サービスをご提供高品質な試作・量産サービスをご提供

住友精密Ｓ.ＰＥＧＡＳＵＳ



2006年引き合い
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MEMS&TSV引き合いのウェーハ口径別割合
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センサー引き合い
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非センサー引き合い
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ＤＮＰへのＭＥＭＳ&TSVファウンドリー引き合いは８“φが６０％を超える。
特にＴＳＶは８０％が８”φでの引き合い。１２“φの引き合いも有。
ＴＳＶは半導体プロセスとの親和性が必要であり、大口径化が必須
ＭＥＭＳでも非センサーで８インチ化が進んでいる。

２００９年度

２００６年度

・３軸加速度センサー
・２軸ジャイロセンサー
・シリコンマイク

ＭＥＭＳ大量生産市場の登場

現在のＭＥＭＳ市場の動向

価格の下落
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価格

ウェーハ大口径化と微細化（チップシュリンク）によるコストダウンの流れが起きている。
３００ｍｍウェーハＭＥＭＳ加工が可能となると先端ＬＳＩとの融合が進んでいく。

ＷＷ市場拡大（新興国市場）

アプリケーションの増大

大量生産

？
？



ウェーハ大口径化の課題

・ウェーハ薄厚時のハンドリング ＝＞ ウェーハサポートシステム

・ＳＯＩ基板の製作

・膜ストレス制御

・ウェーハ面内均一性

・後工程とのすり合わせ

Temporary
adhesiveSupport glass

WaferDevice

Support glass: for thinned wafer handling

Thinned down to 20µm

チップサイズ：0.92mm□、 ・ウェーハ内チップ数：2万個以上
価格下落が進むコモディティー市場でも競争力の維持が可能

8インチ SOIウェーハでのピエゾ抵抗型加速度センサープロセス



Cross-Section for interposer with TSV

No Voids or Cracks

Polished Cross-Section

X-Ray CT Image

TSV filled with Cu 

Si

12インチ 500μ厚ウェーハでのＴＳＶ試作

ＴＥＧチップサイズ：７mm□、 ウェーハ内チップ数：1236個
12インチ設備で開発環境構築は１社単独では困難



微細化

複
合

化

MEMS/半導体集積

MEMS/ﾅﾉ材料複合

MEMS/MEMS積層

・パッケージング
・Si/ガラス接合
・ダイシング

単機能MEMS
ﾌｨｼﾞｶﾙMEMS
ｱｸﾁｭｴｰﾀMEMS
RF-MEMS
光MEMS
etc.

第一世代MEMS

Au

VEGF

Au

VEGF

ﾊﾞｲｵ修飾

3D化(SiP化)

MEMS/CMOSのSoC化

第二世代MEMS
（高集積・複合MEMS)

CNT

・縦方向/横方向配線
・実装
・インターポーザ

・ナノ材料の導入
・バイオセンサ材料の開発

NEMS化

マイクロマシンセンター
ファインＭＥＭＳプロジェクト資料より

大口径化、大面積化

産総研（つくば）に集中投資
・H21補正予算
・H22予算

日本の強み
ナノテクノロジー

経産省 つくばイノベーションアリーナ構想

持続的な成長を牽引するために戦略的に集中投資したい

しかし、・・・

・欧米では大規模ナノテクR&D拠点に集中投資

・巧みなパートナーシップによるシナジーで価値創造
・オープンイノベーション環境下で人材獲得・育成
・日系企業も取り込まれている

国際動向

国内状況

・投資の分散（高額研究設備の囲い込みと自前主義） ・競争軸がどう作るかから何を作るかにシフト
・産官学の連携・協働の未熟さ ・産総研、物材機構の拠点形成力・外部連携力の不足

X

投資の考え方 つくば拠点化 人材育成

そこで、・・・

ナノエレ N‐MEMS

つくば イノベーションアリーナ ナノ

SiC CNT

・産学官が連携・協働してシナ
ジーを発揮する拠点形成
・集中投資と分散投資の均衡と
重複回避

・産総研＆物材研の拠点力と国
際的存在感
・６つのコア領域
・試作実証の場を提供

イノベーション・アリーナ形成を目指す

・国内外大学との連携で次世代
人材の育成

Under One Roof

12

マイクロマシンセンター検討資料より



13

小口径で研究開発したＭＥＭＳデバイスを大口径で試作開発して量産へそのまま
もっていける環境を提供してもらいたい。

・製品化プロセスにおいて、アプリの原理検証段階の受け皿が非常に弱い。
・一方、ファンダリーにとっては、低額開発費の試作案件、成功確率の見えない案件などには開発リソー
スを投入したくない。
・また、常に試作製造設備を最新に、フルに整えることはできず、顧客要求に応えられない案件が多い。

MMC/MEMS協議会における検討会

製品化プロセス
TIA

マイクロマシンセンター検討資料より

14マイクロマシンセンター検討資料より



Ｇデバイス研究体（つくば）へＤＮＰからも研究員を派遣中。
ＧＤＲＩＥ技術開発と８インチプロセス開発に参画

３００ｍｍＴＳＶ開発

３００ｍｍＴＳＶ技術開発によりＭＥＭＳ加工技術の大口径化を推進。
先端ＬＳＩとの融合を図り、より高度なマイクロシステムファウンドリー
の実現を目指す。

３Ｄ－ＬＳＩ

INTERPOSER
& PAKAGE

世界最先端研究
マイクロシステム融合研究開発

More than moore

300mmMEMS
SOCMEMS



12インチ設備 ８インチ設備

・DEEP-RIE装置：住友精密
・マスクレス露光装置：東芝機械
・低温成膜装置（８インチ兼用）
・ＷＥＴ洗浄装置（８インチ兼用）
・C2W接合装置（８インチ兼用）

ＮＭＥＭＳ量産技術

・DEEP-RIE装置
・裏面マスクアライナー露光装置
・金属膜・圧電膜スパッター装置
・金属膜・圧電膜エッチング装置
・アルカリエッチング装置
・Vaper-HF犠牲層エッチング装置
・IPA-Vaperエッチング装置
・W2W 接合装置（陽極、低温）
・レーザーダインシング装置
・他半導体プロセス設備１式

現在推進中のマイクロシステム融合研究及びＢＥＡＮＳ Ｇデバイス研究体で導入した
大口径ＭＥＭＳプロセス装置を有効活用し、ＴＩＡ－ＮＭＥＭＳで大口径量産技術
開発を期待したい。

PEGASUS300

顧客
研究所

ＮＭＥＭＳ
８，１２ｉｎｃｈ

デバイス試作開発
量産技術開発

18

国際競争力のあるＭＥＭＳ量産技術開発

材料メーカ 部材メーカ 装置メーカ

量産
ファウンドリー

顧客
事業部

大学
産総研

ＭＥＭＳ
ベンチャー

東北大学



ご清聴ありがとうございました。

基礎研究と商品化・事業化の間の橋渡し機能の重要性

企業
大学／国

研

時間軸

基礎研究 商品化

大学
企業

産総研

“基礎研究ただ乗り”批判 実証研究への投資削減

実証研究

企業
大学

産総研

ギャップを埋める（大学・産総研の
頑張りによって）

大学
企業

産総研

研究開発拠点
橋渡し機能

大学・産総研の頑張りだけでなく、産業側からも歩み寄る。
新規に研究開発拠点を形成する。

MEMSに関する研究開発拠点

応用研究に偏った大学／国研と、基礎から実証研究まで網羅する
企業内中央研究所によって基礎研究と商品化のギャップは埋めら
れていた。

基礎研究ただ乗り批判に対応した基礎研究へのシフト、企業にお
ける中央研究所再編、より短期的な成果を求めるプレッシャーから
基礎と商品化を橋渡しする実証的な研究が脆弱になった。

現在生じているギャップをどう埋めるか？

過去

現在

将来

問題意識
基礎研究を商品化につなげる実証的な研究が脆弱になったため
に、日本発で商品化に成功したデバイスが出なくなってしまった。
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東北大 江刺教授資料


